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@ Elektronisches Bauteil, insbesondere fir eine Chip-induktivitat.

@ Elektronisches Bauteil fir eine Chip-Induktivitat, insbe-
sondere HF-Drossel, mit einem massiven Kernteil (1) beste-
hend aus ferromagnetischem oder elektrisch nicht leitendem
Werkstoff, insbesondere Ferrit, Keramik oder Kunststoff, mit
einer sacklochartigen oder hohlzylindrischen, als Wickel-
raum dienenden Aussparung (2), die Gber randoffene Kanale
(4, 5) mit elektrischen Kontaktfiachen (3) an beforzugt
getrennten Seitenfidachen des Kernteils (1) verbunden ist.
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Elektronisches Bauteil, insbesondere fiir eine Chip-
Induktivitat

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bau-
teil, insbesondere fir eine Chip-Induktivit&t, z.B. HF=-
Drosselspule, Ubertrager oder dergleichen.

Chip-Induktivit&ten sind im Vergleich zu iUblichen be-
drahteten InduktivitZdten kleiner, mit geringerem Aufwand
herstellbar und fir den Einsatz in Bestiickungsautcmaten fir
Leiterplatten geeigneter. Die bekannten Chip-Induktivitdten
sind teils in Schichttechnik hergestellte oder mit recht-
eckigen oder zylinderfdrmigen drahtbewickelten magnetischen
Kernen ausgeristete.

Zur Fertigung der Chip-InduktivitZt in Schichttechnik wird
ein Trdger mit einer magnetischen Schicht beschichtet und
auf diese Schicht eine zu einer Spule geformte Leitertahn
aufgebracht, wobel - je nach gewlinschter Induktivitdt - die
so gefertigte Teilinduktivitdt mit weiteren Teilindukti-
vitdten zu einem Stapel zusammengefaBt wird. Zur Durchkon-
taktierung der Enden der Spulen sind zahlreiche, hier nicht
ndher erl&duterte Verfahren bekannt.

Diese Chip-Induktivititen zeichnen sich durch ihre raunm-
sparende Bauweise aus, sind unmittelbar mit gedruckten
Leiterplatten verldtbar und erfordern keine zus&tzlichen
Drgdhte als AnschluBelemente.

Nachteilig ist ihre durch die Schichttechnik bedingte,
Komplizierte Herstellung. In der Fertigung unvermeidbare
Schichtdicken~Schwankungen der magnetischen Schicht
verursachen unerwinschte Schwankungen der L- und Q-Werte
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der Induktivitdten. Als Werkstoff fiir die Spulen-Leiter-
bahnen sufl beispielsweise Silber oder eine Silber-Paladium-
Legierung verwendet und ein hoher ochmscher Widerstand der
Leiterbahnen in Kauf genommen werden. Da die Leiterbahnen
in die magnetische Schicht eingebettet sind, tritt, ver-
ursacht durch den geschlossenen Magnetkreis, bereits beil
geringen Werten eine magnetische Sdttigung ein; die Gleich-
strom-Vormagnetisierungseigenschaften der Chip-Induktivitit
sind folglich verschlechtert. Auch ist die Anzahl der
Spulenwindungen nicht beliebig hoch wdhlbar und damit keine
beliebig hohe Induktivitit einstellbar.

Eine gleichfalls bekannte Chip-InduktivitZt besitzt einen
rechteckférmigen Magnetkern mit rechteck- oder zylinder-
formigem Mittelteil als Wickeltrdger und einstiickig an
diesen Trdger angeformten Flanschen, die gleichfalls recht-
eckformigen Querschnitt haben. Die Kontaktierung der Wickel-
enden erfolgt mittels stirnseitiq an den Flanschen angecrd-
neter, elektrisch leitender Schichten, auf welche die
Vickelenden aufgeldtet sind. Der Wickel ist in Harz einge-
bettet, das zusammen mit den Flanschen einen Quader bildet.

Zur Behebung der diesen bekannten Chip-Induktivitdten teils
fertigungstechnisch, teils elektrisch und magnetisch'an-
haftenden Nachteile wurde darilberhinaus eine mit eines
Ferrit-Rollenkern ausgeriistete Chip-Induktivitit vorge-
schlagen. Der bewickelte Rollenkern ist dabei in einen
quaderformigen VerguBl eingebettet, gegen dessen einen Stirn-
flachen die Enden streifenformiger AnschluBelemente an-
liegen, die mit ihren anderen Enden mit elektrisch leiten-
den, lo6tfahigen Schichten der Stirnfl3chen der Rollenkern-
flansche kontaktiert sind. (siehe DE-0S 32 25 782 A 1 ).
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Als nachteilig erweist sich bei dieser Ausfiihrung, daB die

duBeren AnschlufSielemente zwei zus&dtzlich durch einen Gie8vor~

gang unterbrochene Bearbeitungsschritte erfordern, ndmlich
zuerst die Kontaktierung mit den #uBeren Stirnfl&dchen des
Ferrit-Rollenkerns und schlieBlich nach erfolgtem VerguB
die abschlieende Umbdrdelung in Richtung parallel zu den
entsprechenden Stirnfl&dchen des durch VerguB geschaffenen
Quaders.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
elektronisches Bauteil fiir eine Chip-Induktivitdt zu
schaffen, das nur mit geringem Aufwand herstellbar ist und
die Fertigung von Chip-Induktivitdten, z.B. HF-Drosseln,
gestattet, die weitgehend geschirmt werden kcnnen, ohne Be-
eintrichtigung der Giite kontaktierbar sind und i.{i. wahl-
weise sowohl kleine als auch grcBe InduktivitZten mit hoher
Glite ermdglichen.

Zur LOsung dieser Aufgabe sieht die Erfindung ein elek-
tronisches Bauteil vor, das ein massives Kernteil mit senk-
rechter prismatischer Raumform, insbescondere einen Quader
oder Wirfel aufweist, bestehend aus ferromagnetischem oder
elektrisch nichtleitendem Werkstoff, insbesondere Ferrit,
Keramik oder Kunststoff, mit einer als Wickelraum dienen-
den, sacklochartigen Aussparung und mit elektrischen Kon-

taktfldchen an bevorzugt getrennten Seitenfl&chen des
Kernteils.

Falls das massive Kernteil aus elektrisch nichtleitenden
Werkstoff wie Keramik oder Kunststoff besteht, eignet es
sich z.B. zur Herstellung sog. Luftspulen in Chip-Bauweise.
Bel Verwendung ferromagnetischer Werkstoffe fir das Kern-
teil, dient dieses Bevorzugt zur Schaffung von HF-~Drossel-
Chips, Ubertrager-Chips usw.
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Das elektronische Bauteil kann bei entsprechender Ce-
staltung quasi auch als Schalenkernhdlfte betrachtet werden,
die mit einem zweiten, Ublicherweise gleichgestaltetem Bau-
teil zu einem magnetisch geschlossenen Kern zusammenge-—
fast werden kann. Ein magnetischer SchluB 138t sich aber
auch - wie spdter erldutert wird - durch Abdeckungen aus
ferromagnetischem Material bewirken, die auf die mit der
Aussparung ausgebildete Seitenfldche des Bauteils auf-
gebracht sind.

Bei einesm fir den Einsatz flir Chip-Induktivititen besonders
geeigneten elektronischen Bauteil nach der Erfindung ist
die Aussparung eine hohlzylindrische, die einen als Wickel-
trdger dienenden Butzen umschlieBt, und Uber randoffene
Kandle fir die Wickelenden mit KontzktflZchen an gegenﬁber-v
liegenden Seitenfldchen des Kernteils verbunden ist.

Bei Verwendung dieses Bauteils, z.B. flir eine elektrische
Spule, werden die elektrische Wicklung auf den Butzen auf-
geschoben und die Wickelenden durch die Kandle zu den elek-
trischen Kontaktfl&dchen gefiihrt und mit diesen kontaktiert.
Der erforderliche magnetische SchluB kann - wie bereits
erwahnt - durch eine Abdeckung aus ferromagnetischem Werk-
stoff oder durch GieBharz, das mit Carbonyleisen~ oder
Ferritpulver vermischt ist, bewirkt werden, das den freien
Raum in den Kandlen und der Aussparung ausfillt.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfiihrungs-

beispielen nadher erldutert. Es zeigt: .

Fig. 1 ein elektronisches Bauteil nach der Erfindung in
perspektivischer und teils geschnittener Ansicht,

Fig. 2 in der Darstellung nach Fig. 1 ein elektronisches
Bauteil nach Fig. 1 mit eingesetzter elektrischer
Wicklung,
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Fig. 3 in der Darstellung nach Fig. 1 eine HF-Drossel mit
einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel eines elektronischen
Bauteils,

Fig. 4 in der Darstellung nach Fig. 1 ein weiteres Aus-
fihrungsbeispiel einer HF-Drossel mit gegenilber Fig.
1 bis 3 abgewandeltem elektronischem Bauteil,

Fig. 5 gleichfalls in der Darstellung nach Fig. 1 ein
weiteres Ausfilhrungsbeispiel einer HF-Drossel mit
gegeniiber Fig. 1 bis 4 unterschiedlichem elektro-
nischem Bauteil.

In den Figuren sind dabei gleiche Teile mit gleichen Be-

zugszeichen bezeichnet.

Pas in Fig. 1 dargestellte Bauteil fir eine Chip-Indukti-
vitdt, z.B. HF-Drossel oder Ubertrager, besitzt einen
massiven Kernteil 1, der je nach zu schaffender Indukti-
vitdt aus einem ferromagnetischen Werkstoff, insbesondere
Ferrit, oder, falls z.B. eine Luftspule in Chip-Bauweise
gefertigt werden soll, aus elektrisch nichtleitenden
Werkstoff, insbesondere Keramik oder Kunststoff besteht.
Das Kernteil 1 an sich besitzt eine senkrechte prismatische
Raumform, bevorzugt eine Wirfel- oder Quaderform. Denkbar
sind auch senkrechte prismatische Raumformen mit finf- und
mehreckigem Grundriss. V

Als Wickelraum fiir eine z.B. in Fig. 2 gezeigte Wicklung 16
dient eine hohlzylindrische Aussparung 2, die einen Butzen
10 unschlieBt. Insbesondere fir Kernteile aus Keramik oder
Kunststoff, wie sie bevorzugt fir Luftspulen zum Einsatz
gelangen, kann die hohlzylindrische Aussparung 2 durch eine
butzenfreie, ausschlieBlich sacklochartige Aussparung
ersetzt sein.
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Einander gegeniilberliegende Seitenflichen des Kernteils 1
sind mit elektrisch leitenden Kontaktfichen 3 bedeckt, die
beispielsweise im sog. Nickel-Carbonyl-Verfahren auf diese
Seitenfldchen niedergeschlagen und mit hochschmelzendem Lot
iiberzogen sind. Zur Heranfithrung der Wickelenden 17, 18 der
Wicklung 16 an die Kontaktflichen 3 sind von den Kontakt-
flichen 3 zur Aussparung 2 flihrende randoffene Kandle 4, 5
vorgesehen. Die Kontaktfldchen 3, die bevorzugt die jeweils
gesamten Seitenfl3chen bedecken, iibergreifen zweckmdg@iger-
weise die Stirnkanten 6, 7 zu den benachbarten SeitenflZchen
und bedecken die Randfldchen 8, 9 dieser Seitenfl&chen.
Hierdurch wird, z.B. bei spiegelbildlicher Anordnung eines
zweiten Kernteils auf dem ersten die Verbindung der beiden
Kernteile erleichtert und zus3dtzlich durch die in die
Kandle &, 5 hineinreichenden, 16tfzZhigen Kontaktschichten 3
die Kontaktierung 19 der Wickelenden 17, 18 mit den Kon-
taktschichten 3 erleichtert.

Zur selbsttdtigen Richtungserkennung, d.h. zur Identifi-
zierung der Chip-Position oder -Richtung, wie sie beim
Einsatz dieser Chips fir Bestiickungsautomaten z.B. fir
gedruckte Leiterplatten vorteilhaft, sind - wie in Fig. 3
dargestellt ist - entsprechende Stirnkanten 12, 13 des
Kernteils 1 abgeschrigt. Hierdurch ist eine sichere Er-
kennung der Chip-Richtung und Positionierung der Anschliisse
in Bezug auf die Leiterplatte mdéglich.

Die Stirnfliche 11 des Butzens 10 kann gemd@f Fig. 1 bis 3
mit der ausgesparten Seitenfldche des Kernteils 1 plan oder,
wie dies in Fig. &4 und 6 gezeigt ist, gegeniiber der Stirn-
kante der Aussparung 2 zurickgesetzt sein. In den beiden

letztgenannten F&llen besitzt das Bauteil zusZtzlich einen
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z.B. kreisscheibenfdrmigen Deckel 14 (siehe Fig. &4) bzw.
den in Fig. 5 dargestellten recheckfdrmigen Deckel 15.

Die freien Stirnflachen,der Deckel 14 bzw. 15 sind dabei
bevorzugt plan zur ausgesparten Seitenfl&che des Kern-
teils 1. Zu diesem Zweck kann - wie dies in Fig. 5 dar-
gestellt ist - die den Deckel 15 tragende SeitenflZiche samt
Stirnfliche 11 des Butzens 10 gegeniiber den Randbereichen
21 dieser SeitenflZche um den Betrag der Deckeldicke zu-
rickgesetzt sein.

Welche Deckelart letztlich gewdhlt wird, hZngt bei Kern-
teilen und Deckeln aus Ferrit im wesentlichen von den an
den magnetischen SchluB gestellten Anforderungen ab. Denk-
bar ist auch - wie dies Fig. 3 bzw. zusdtzlich zum Deckel
15 Fig. 5 zeigt - eine Einbettung der Wicklung 16 bzw. ein
AusgieBen der Aussparung 2 samt Kandlen 4, 5 mit VergusB-
masse, insbesondere Epoxidharz, das zur Erzeugung bzw.
Erhéhung der magnetischen Schirmwirkung der Chip-Indukti-
vitdt mit Carbonyleisen- oder Ferritpulver gemischt ist.

Wie bereits erwd@hnt wurde, kdnnen die Kernteile 1 quasi als
sog. SchalenkernhZlften ausgebildet sein, die je nach ge-
winschtem Luftspalt entsprechend zuriickgesetzte Butzen-
Stirnflidchen 11 aufweisen. Jeweils paarweise und spiegel-
bildlich iibereinander angeordnet, érgeben sich so Kerne mit
ausgezeichnetem magnetischem SchluB.
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Patentanspriiche

1. Elektronisches Bauteil, insbesondere fiir eine Chip-
Induktivitdt, gekennzeichnet durch ein.
massives Kernteil (1) mit senkrechter prismatischer
Raumform, insbesondere Quader oder Wirfel, bestehend aus
ferromagnetiéchea oder elektrisch nichtleitendes Werk-
stoff, insbesondere Ferrit, Keramik oder Kunststoff, mit
einer als Wickelraum dienenden sacklochartigen Aussparung
(2) und mit elektrischen Kontaktflichen (3) an bevorzugt
getrennten Seitenflichen des Kernteils.,

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB8 die die elektrischen Kon-

taktflichen (3) tragenden Seitenfldchen des Kernteils (1)
iber randoffene Kanidle (4, 5) mit der Aussparung (2) ver-
bunden sind.

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 und 2, d a -
durch g ekennzedichnett, daBf die elek-
trischen Kontaktflichen (3) bevorzugt die gesamten Flichen
einander gegeniiberliegender Seitenflichen des Kernteils (1)
bedecken.

4, Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 bis 3, d a -
durch gekennzedichnet, daB die elek-
trischen Kontaktflichen (3) die Stirnkanten (6, 7) zu be-
nachbarten Seitenflichen des Kernteils (1) {ibergreifen.

5. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 bis 4, 4 a -
durch gekennzedichnet, daB sich die
elektrischen Kontakfflichen (3) mindestens teilweise in die
Kandle (4, 5) hineinerstrecken.
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6. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 bis 5, d a -
durch gekenn=zeichnet, dafi die elek-
trischen Kontaktfldchen (3) mit einer 18tfidhigen Schicht
bedeckt sind.

7. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnett, daf zur Richtungserkennung
entsprechende Stirnkanten des Bauteils (1) abgeschrigt
sind.

8. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 bis 7, d a -
durch gekennzedichnet, daB die Aus-
sparung (2) eine hohlzylindrische ist, die einen Butzen
(10) umschlieBt.

9. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 bis 8,7 d a -

durch gekennzedichnet, daB8 die Stirn-
flidche (11) des Butzens (10) gegeniiber der Stirnkante der
Aussparung (2) zuriickgesetzt ist, und daB die Butzen-Stirn-
fldche (11) und Aussparung (2) mit einem kreisscheiben-
férmigen Deckel (14) bedeckt sind, der zur ausgesparten
Seitenflidche des Kernteils (1) vorzugsweise plan ist.

10. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 bis 8, d a -
durch gekennzedichnet, daB8 die mit der
Aussparung (2) versehene Seitenflidche des Kernteils (1) und
die Stirnfldche (11) des Butzens (10) gegeniiber den Rand=-
flidchen (21) dieser Seitenfliche zurilickgesetzt sind, und
daB diese Seitenfldche mit einem Deckel (15) bedeckt ist.

11. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 9 und 10, ¢ a -
durch gekennzedichnet, daB der Deckel
(14, 15) aus Ferrit, Keramik oder Kunststoff besteht.
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12. Elektrische Spule mit einem elektronischen Bauteil nach
Anspruch 1 bis 11, dadurch gekennzeich -
n e t, daB auf den Butzen (10) mindestens eine Wicklung
{(16) aufgebracht ist, deren Enden (17, 18) durch die Kanile
(4, 5) zu den elektrischen Kontaktfldchen (3) gefiihrt und
mit diesen kontaktiert sind.

13. Elektrische Spule nach Anspruch 12, dadurch
gekennzedichnet, daB die Wicklung (16) und
ggf. die Wicklungsenden (17, 18) in VerguBmasse (20)
insbesondere Epoxidharz, eingegossen sind.

14. Elektrische Spule nach Anspruch 13, dadurch
gekennzedichnet, daB8 die VerguBmasse (20) mit
Carbonyleisen= oder Ferritpulver versetzt ist.
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